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(54) Anode d’écran plat de visualisation

(57) L'invention concerne la réalisation d'une anode
d'écran plat de visualisation, au moyen des phases sui-
vantes: formation, sur un substrat, de trois séries de
conducteurs d'anode en bandes parallèles alternées
(9r,9b), de deux premières pistes (13) perpendiculaires
aux bandes pour interconnecter respecivement deux
première séries de conducteurs d'anode à deux extré-

mités opposées du substrat, et d'une troisième piste
conductrice (15) parallèle à la deuxième (13); raccorde-
ment des extrémités des conducteurs d'anode de la troi-
sième série (9r) à la troisième piste d'interconnexion
(15) au moyen de fils conducteurs (20) passant au-des-
sus de la deuxième piste (13); et encapsulation de la
zone de réception des fils conducteurs (20) dans un ma-
tériau isolant.



EP 1 091 382 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention concerne une anode
d'écran plat de visualisation. Elle s'applique plus parti-
culièrement à la réalisation de connexions d'éléments
luminescents d'une anode d'un écran couleur, suscep-
tible d'être excitée par bombardement électronique. Ce
bombardement électronique nécessite que les élé-
ments luminescents soient polarisés et peut provenir de
micropointes, de couches à faible potentiel d'extraction
ou d'une source thermoionique.
[0002] Pour simplifier la présente description, on ne
considérera ci-après que les écrans couleurs à micro-
pointes mais on notera que l'invention concerne, de fa-
çon générale, les divers types d'écrans susmentionnés
et analogues.
[0003] La figure 1 représente un exemple de structure
classique d'un écran plat couleur à micropointes. Un tel
écran est essentiellement constitué d'une cathode 1 à
micropointes 2 et d'une grille 3 pourvues de trous 4 aux
emplacements des micropointes 2. La cathode 1 est
placée en regard d'une anode cathodoluminescente 5
portée par un substrat 6.
[0004] Le principe de fonctionnement et un mode de
réalisation particulier d'un écran à micropointes sont dé-
crits, en particulier, dans le brevet Américain n°
4940916 du Commissariat à l'Énergie Atomique.
[0005] La cathode 1 est organisée en colonnes et est
constituée, sur un substrat de verre 10, de conducteurs
de cathode organisés en mailles à partir d'une couche
conductrice. Les micropointes 2 sont réalisées sur une
couche résistive 11 déposée sur les conducteurs de ca-
thode et sont disposées à l'intérieur des mailles définies
par ces conducteurs de cathode. La figure 1 représen-
tant partiellement l'intérieur d'une maille, les conduc-
teurs de cathode n'apparaissent pas sur cette figure. La
cathode 1 est associée à la grille 3 organisée en lignes.
L'intersection d'une ligne de la grille 3 et d'une colonne
de la cathode 1 définit un pixel.
[0006] Ce dispositif utilise le champ électrique qui est
créé entre la cathode 1 et la grille 3, pour que des élec-
trons soient extraits des micropointes 2 vers des élé-
ments luminophores 7 de l'anode convenablement po-
larisés. Dans le cas d'un écran couleur, l'anode 5 est
pourvue de bandes alternées d'éléments luminophores
7r, 7g, 7b correspondant chacune à une couleur (rouge,
verte, bleue). Les bandes sont parallèles aux colonnes
de la cathode et sont séparées les unes des autres par
un isolant 8, généralement de l'oxyde de silicium (Si02).
Les éléments luminophores 7 sont déposés sur des
électrodes 9, constituées de bandes correspondantes
d'une couche conductrice. Les ensembles de bandes
bleues, rouges, vertes sont alternativement polarisés
par rapport à la cathode 1, pour que des électrons ex-
traient des micropointes d'un pixel de la cathode/grille
soient alternativement dirigés vers les éléments lumino-
phores 7 en vis-à-vis de chacune des couleurs.
[0007] La commande en sélection du luminophore 7

(le luminophore 7g en figure 1) qui doit être bombardé
par des électrons issus des micropointes 2 de la catho-
de 1 impose de commander, sélectivement, la polarisa-
tion des éléments luminophores 7 de l'anode 5, couleur
par couleur.
[0008] Le choix des valeurs des potentiels de polari-
sation des colonnes de la cathode, des rangées de la
grille et des ensembles de bandes de l'anode est lié aux
caractéristiques des éléments luminophores 7 et des
micropointes 2.
[0009] La différence de potentiel entre l'anode et la
cathode était liée essentiellement à la distance inter-
électrodes et, pour des raisons de brillance de l'écran,
on recherche une différence de potentiel maximale. Ce-
la conduit à ce que les bandes d'éléments luminophores
devant être excitées sont polarisées sous une tension
de plusieurs centaines de volts, les autres bandes étant
à un potentiel nul.
[0010] La figure 2 illustre schématiquement une struc-
ture d'anode d'écran couleur classique. Cette figure re-
présente partiellement, en élévation côté luminophores,
une anode 5 réalisée selon des techniques connues.
Les bandes 9 des électrodes d'anode déposées sur le
substrat 6 sont interconnectées hors de la surface utile
de l'écran, par couleur d'éléments luminophores, pour
être connectées à un système de commande (non re-
présenté). Deux pistes d'interconnexion 12 et 13, res-
pectivement des électrodes d'anode 9g et 9b, sont réa-
lisées pour deux des trois couleurs d'éléments lumino-
phores en étant perpendiculaires aux bandes 9, à deux
extrémités de ces dernières. Des couches d'isolement
14 (représentées en traits mixtes à la figure 2) sont dé-
posées sur la piste d'interconnexion 13. Une troisième
piste d'interconnexion 15, parallèle aux pistes 12 et 13
est reliée, par l'intermédiaire de conducteurs 16 dépo-
sés sur les couches d'isolement 14, aux bandes d'élec-
trodes d'anode 9r destinées aux éléments luminophores
de la troisième couleur.
[0011] La réalisation des conducteurs (16, figure 2)
permettant de connecter les bandes d'anode à la troi-
sième piste d'interconnexion n'est pas une solution sa-
tisfaisante. En effet, en raison de la haute tension de
fonctionnement de l'anode, les couches d'isolement 14
doivent supporter une haute tension pouvant aller jus-
qu'à 1000 Volts, ce qui rend leur réalisation particuliè-
rement complexe.
[0012] La figure 3 illustre, par une coupe schématique
partielle, une solution classique pour réaliser les con-
ducteurs 16. La coupe de la figure 3 est prise dans l'ali-
gnement longitudinal d'un conducteur 16 réalisé, par
exemple, par sérigraphie d'or sur les niveaux d'isole-
ment 14.
[0013] On est généralement contraint d'avoir recours
à plusieurs couches pour réaliser le niveau d'isolement
14. En effet, en raison de la forte tension entre la piste
13 et les conducteurs 16, une simple couche 17 en oxy-
de de silicium ne suffit pas à fournir l'isolement néces-
saire. Par conséquent, pour réaliser la structure d'isole-
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ment 14, on dépose une couche 18 d'émail épaisse sur
la couche d'oxyde de silicium 17 dans laquelle ont été
réalisés des puits 19 d'accès aux extrémités des bandes
9r.
[0014] Un inconvénient est alors que le procédé de
réalisation des interconnexions est particulièrement
long. En effet, l'émail constitutif de la couche 18 doit gé-
néralement être effectué en deux fois en raison de
l'épaisseur nécessaire (généralement de l'ordre de 30
µm) . A titre de comparaison, la couche 17 d'oxyde de
silicium présente généralement une épaisseur de l'ordre
de 1 à 1,2 µm, et les couches conductrices 9 et 13 pré-
sentent généralement une épaisseur de quelques dixiè-
mes ou centièmes de µm.
[0015] L'épaisseur importante requise conduit à une
fabrication nécessitant trois étapes de sérigraphie et,
par conséquent, trois étapes de recuit. Ces recuits mul-
tiples, à haute température pour l'émail (de l'ordre de
630 °C), constituent des étapes de fabrication critiques
pour le verre constitutif du substrat 6.
[0016] Un autre problème est lié à la petite taille des
pixels de l'écran, donc à la définition souhaitée.
Aujourd'hui, la largeur occupée par trois bandes voisi-
nes d'éléments luminophores correspond à la largeur
d'un pixel qui est généralement de l'ordre de 330 µm. A
l'extrémité de l'écran où doit être effectuée l'intercon-
nexion du troisième ensemble, on dispose donc d'envi-
ron 300 µm pour connecter les bandes 9b (figure 2) à
la piste 13 et les bandes 9r à la piste 15 par l'intermé-
diaire des conducteurs 16. En pratique, les extrémités
des bandes 9b et 9r sont élargies à leurs extrémités pour
permettre une sérigraphie d'or. En général, on effectue
cette sérigraphie sur une piste de 100 µm de large avec
un écart latéral de 50 µm entre chaque piste.
[0017] Ces dimensions actuelles correspondent ap-
proximativement aux limites de faisabilité des pistes par
sérigraphie. Par conséquent, si l'on veut diminuer le pas
entre les bandes d'éléments luminophores pour accroî-
tre la définition de l'écran, les techniques de reprises de
contacts actuelles ne sont plus satisfaisantes.
[0018] Des exemples de reprises de contacts pour
une anode d'écran couleur classique sont décrits dans
les brevets américains n° 5 764 000 et 5 785 570 de la
demanderesse.
[0019] La présente invention vise à proposer une nou-
velle solution pour effectuer la reprise de contact du troi-
sième ensemble ou peigne de bandes conductrices
d'une anode d'écran plat de visualisation.
[0020] L'invention vise en particulier à proposer une
solution qui permette de raccourcir considérablement la
durée de fabrication d'une anode d'un écran plat de vi-
sualisation.
[0021] L'invention vise également à proposer une so-
lution qui soit particulièrement adaptée aux écrans dits
à cathode transparente, dans lesquels la surface de
l'écran est constituée par la cathode et non plus par
l'anode dont les pistes conductrices sont en un matériau
réfléchissant.

[0022] L'invention vise en outre à proposer une solu-
tion dont la mise en oeuvre soit compatible avec le reste
du processus de fabrication de l'anode.
[0023] Pour atteindre ces objets, la présente inven-
tion prévoit un procédé de réalisation d'une anode
d'écran plat de visualisation, comprenant les phases
suivantes :

- formation, sur un substrat, de trois séries de con-
ducteurs d'anode en bandes parallèles alternées,
de deux premières pistes perpendiculaires aux
bandes pour interconnecter respectivement deux
première séries de conducteurs d'anode à deux ex-
trémités opposées du substrat, et d'une troisième
piste conductrice parallèle à la deuxième ;

- raccordement des extrémités des conducteurs
d'anode de la troisième série à la troisième piste
d'interconnexion au moyen de fils conducteurs pas-
sant au-dessus de la deuxième piste ; et

- encapsulation de la zone de réception des fils con-
ducteurs dans un matériau isolant.

[0024] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, le matériau d'encapsulation est une résine
choisie pour présenter un coefficient de dilatation voisin
de celui du substrat de réception de l'anode, au moins
pour une partie enrobant les fils conducteurs.
[0025] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, le procédé consiste à prévoir un débord laté-
ral du substrat de réception des bandes d'anode par
rapport à un substrat de réception d'une cathode de
l'écran, et à utiliser le rebord du substrat de cathode
comme butée pour le matériau d'encapsulation.
[0026] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, lesdites bandes sont en un matériau conduc-
teur réfléchissant.
[0027] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, lesdites bandes sont en aluminium ou en or.
[0028] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, lesdits fils sont en or ou en aluminium.
[0029] L'invention prévoit également une anode
d'écran plat de visualisation du type comportant au
moins deux ensembles de bandes parallèles conductri-
ces alternées devant être polarisés séparément, au
moins deux pistes d'interconnexion desdites bandes
conductrices à une même extrémité desdits ensembles
de bandes, lesdites pistes étant perpendiculaires à la
direction des bandes, une desdites pistes d'intercon-
nexion étant reliée aux extrémités respectives des ban-
des d'un des deux ensembles au moyen de fils conduc-
teurs enrobés collectivement dans un matériau d'encap-
sulation.
[0030] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, le matériau d'encapsulation est choisi pour
être compatible avec le verre constitutif d'une plaque
supportant l'anode.
[0031] L'invention prévoit également un écran plat de
visualisation du type comportant une cathode de bom-

3 4



EP 1 091 382 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bardement électronique d'une anode portée par une
plaque de verre débordant, du côté des intercon-
nexions, d'une deuxième plaque supportant la cathode,
le bord de la plaque de cathode servant de butée au
matériau d'encapsulation.
[0032] Ces objets, caractéristiques et avantages, ain-
si que d'autres de la présente invention seront exposés
en détail dans la description suivante de modes de réa-
lisation particuliers faite à titre non-limitatif en relation
avec les figures jointes parmi lesquelles :

les figures 1 à 3 qui ont été décrites précédemment
sont destinées à exposer l'état de la technique et le
problème posé ;
la figure 4 illustre, par une vue en coupe partielle
au niveau des interconnexions des bandes conduc-
trices, un mode de réalisation de la présente
invention ;
la figure 5 est une vue schématique de dessus des
extrémités de bandes conductrices d'une anode se-
lon un mode de réalisation de la présente invention ;
et
la figure 6 représente, par une vue schématique en
coupe, un écran assemblé selon une variante de
réalisation de l'invention.

[0033] Les mêmes références désignent les mêmes
éléments aux différentes figures. Pour des raisons de
clarté, les représentations des figures ne sont pas à
l'échelle et seuls les éléments qui sont nécessaires à la
compréhension de l'invention ont été représentés aux
figures et seront décrits par la suite. En particulier, l'in-
vention ayant pour objet l'interconnexion des bandes
d'anode et, plus particulièrement, du troisième peigne
ou ensemble de bandes conductrices de l'anode, la
structure de la cathode et de l'anode dans la zone active
de l'écran, c'est-à-dire dans la zone d'affichage, n'a pas
été représentée autrement que par l'exemple classique
de la figure 1.
[0034] Une caractéristique de la présente invention
est de recourir à des fils conducteurs pour relier les ex-
trémités individuelles des bandes conductrices du troi-
sième ensemble à une piste d'interconnexion, en pas-
sant en l'air au-dessus de la piste d'interconnexion d'un
deuxième ensemble de bandes de l'anode. Selon l'in-
vention, les fils conducteurs sont par la suite encapsulés
dans un matériau isolant, de préférence, de type résine,
pour protéger les liaisons d'interconnexion mécanique-
ment et électriquement.
[0035] La figure 4 représente, de façon schématique
et par une vue en coupe partielle, un mode de réalisation
de l'invention. La figure 4 est à rapprocher de la figure
3 dans la mesure où elle représente une anode selon
l'invention dans la même région que la représentation
de la figure 3. Comme précédemment, l'anode est cons-
tituée d'un substrat de verre 6 sur lequel des bandes
d'éléments luminophores (non représentés) sont por-
tées par des bandes conductrices correspondantes ré-

parties en trois ensembles de bandes alternées devant
être interconnectées à leur extrémité. La répartition des
interconnexions peut être similaire à celle illustrée par
la figure 2, c'est-à-dire qu'un premier ensemble de ban-
des est interconnecté à une première extrémité de
l'écran tandis que les deux autres ensembles de bandes
sont interconnectés à l'extrémité opposée. Par consé-
quent, en figure 4, on retrouve la piste d'interconnexion
13 des bandes 9b et une piste 15 destinée à intercon-
necter les bandes 9r. Selon l'invention, chaque bande
9r est individuellement reliée à la piste 15 au moyen d'un
fil conducteur 20, par exemple, un fil d'or.
[0036] Une couche 17 isolante, par exemple une cou-
che d'oxyde de silicium, est déposée sur les extrémités
des bandes conductrices 9 et est gravée selon un motif
d'ouverture de puits 19 au droit des extrémités des ban-
des 9r, et de puits 21 pour connexion sur la piste 15.
Après mise en place des fils d'or 20, l'ensemble est re-
couvert d'une résine d'encapsulation 22, par exemple,
une résine époxy.
[0037] La présente invention tire profit du développe-
ment récent des écrans à cathode transparente dans
lesquels la couche classique en oxyde d'indium et
d'étain (ITO) servant à former les bandes de l'anode a
été remplacée par une bande conductrice réfléchissan-
te, par exemple, en aluminium. En effet, grâce au re-
cours à l'aluminium pour former les bandes 9, il est dé-
sormais possible de souder directement des fils 20 d'or
ou d'aluminium sur les extrémités des pistes 9r, ce qui
n'est pas possible sur de l'ITO où des fils d'aluminium
ou d'or ne sont pas connectables directement. Cela obli-
gerait à prévoir une formation préalable de plots en une
couche d'accrochage, ce qui rendrait trop compliqué la
mise en oeuvre de ce procédé. Par conséquent, la pré-
sente invention trouve surtout un intérêt pour la réalisa-
tion d'anodes destinées à des écrans à cathode trans-
parente.
[0038] La résine d'encapsulation est choisie pour être
compatible avec le verre constitutif de la plaque 6 d'ano-
de. En particulier, on veillera à choisir une résine dont
le coefficient de dilatation est voisin de celui du verre
constitutif de l'anode. Cela afin d'éviter l'arrachement
des fils lors du séchage de la résine. Une autre carac-
téristique de la résine choisie pour la mise en oeuvre de
l'invention est sa forte tenue en tension, de l'ordre de
500 à 1000 volts, voire davantage.
[0039] Les fils conducteurs 20 d'interconnexion se-
ront, de préférence, en or ou en aluminium et, plus gé-
néralement, en tout matériau compatible avec le maté-
riau constitutif des bandes conductrices de l'anode et
avec la piste d'interconnexion correspondante. En par-
ticulier, à la place d'aluminium pour la réalisation des
bandes 9, on peut utiliser de l'or ou tout autre matériau
conducteur réfléchissant qui soit non polluant pour l'es-
pace interne de l'écran.
[0040] Un avantage de la présente invention est qu'el-
le permet de réaliser l'interconnexion du troisième pei-
gne de bandes d'anode de façon particulièrement sim-
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ple. En effet, la piste d'interconnexion 15 peut être réa-
lisée par photolithographie lors de la même étape que
celle au cours de laquelle est réalisée la piste d'inter-
connexion 13. Par la suite, après avoir déposé une cou-
che isolante 17 en oxyde de silicium ou en un autre ma-
tériau isolant analogue, puis ouvert cette couche sous
la forme des puits 19 et 21, on vient souder les fils con-
ducteurs 20 avant d'encapsuler l'ensemble dans la ré-
sine 22.
[0041] L'encapsulation de la zone d'interconnexion
dans la résine peut être effectuée par les techniques
connues d'encapsulation transposées de la technologie
des circuits intégrés (wire bonding). De préférence, on
utilisera le dépôt d'un cordon d'une première résine, re-
lativement peu fluide, pour délimiter l'emplacement de
l'encapsulation, puis on coulera une deuxième résine
plus fluide dans l'espace défini par ce cordon. Dans ce
cas, le cordon de résine n'est pas obligé de respecter
les contraintes de dilatation de la résine plus fluide dans
la mesure où ce cordon ne noie pas les fils conducteurs
de raccordement.
[0042] La figure 5 est une vue partielle de dessus
d'une anode selon le mode de réalisation illustré par la
figure 4. La représentation de la figure 5 est effectuée
avant apposition de résine d'encapsulation et, par souci
de clarté de la représentation, seuls quelques fils con-
ducteurs 20 ont été représentés en pointillés.
[0043] Dans le mode de réalisation de la figure 5, cha-
que bande 9b est reliée par une de ses extrémités à la
piste 13. Chaque bande 9r se termine, de préférence,
par un plot 23 de réception d'un fil 20. La piste 15 com-
prend, de façon symétrique, des plots 24 en regard des
plots 23 pour recevoir les autres extrémités respectives
des fils conducteurs 20. Les plots 23 et 24 sont obtenus
par le tracé de photolithographie, mais sont, de préfé-
rence, réalisés en même temps et dans le même maté-
riau que les pistes, respectivement 9r et 15. Le rôle des
plots 23 et 24 est de donner une meilleure assise aux
fils 20. On notera toutefois que l'invention permet de
s'affranchir du pas minimum de l'ordre de 150 µm pour
la sérigraphie de l'or. En effet, le pas minimal est ici fixé
par l'outillage utilisé pour le positionnement et la soudu-
re des fils 20.
[0044] On notera que la troisième série de bandes
conductrices (9g, figure 2) n'a pas été représentée en
figure 5. Cela est dû au fait que les interconnexions s'ef-
fectuent en dehors de la zone active de l'écran, ce qui
permet que les bandes 9b et 9r soient déjà légèrement
élargies, par rapport à leur largeur dans la zone active,
pour faciliter l'interconnexion. On peut donc considérer
que la représentation de la figure 5 correspond, en re-
prenant l'exemple de pixels de 330 µm de large, à des
pas de 150 µm dans la mesure où on est situé hors de
la zone active de l'écran. A titre d'exemple particulier de
réalisation, on peut considérer que la longueur des fils
20 est de l'ordre de 1 à 2 mm pour connecter les plots
23 aux plots 24. Le diamètre de ces fils étant de quel-
ques centièmes de µm.

[0045] Un avantage de la présente invention est qu'el-
le simplifie considérablement la réalisation des intercon-
nexions des bandes d'anode par rapport aux écrans
classiques. En effet, les dépôts d'émail et les recuits cor-
respondants ne sont désormais plus nécessaires. Il en
découle un autre avantage de l'invention qui est d'en-
gendrer nettement moins de contraintes thermiques
que les procédés classiques lors de la réalisation des
interconnexions.
[0046] La figure 6 représente une variante de réalisa-
tion de l'invention. Cette figure montre, partiellement et
en coupe, un écran terminé selon l'invention dans la ré-
gion de l'interconnexion des bandes d'anode. Selon cet-
te variante de réalisation, la plaque d'anode 6 est dimen-
sionnée pour dépasser de la plaque de cathode 10 en
verre constituant la surface de l'écran. Le dépassement
est prévu du côté qui correspond à la région de réalisa-
tion des interconnexions de l'invention.
[0047] De façon parfaitement classique, les plaques
6 et 10 de l'écran sont assemblées l'une à l'autre au
moyen d'un cordon périphérique de scellement 30, gé-
néralement un cordon de verre fusible. Pour des raisons
de clarté, les détails constitutifs de l'anode et de la ca-
thode n'ont pas été représentés en figure 6.
[0048] La cathode/grille a été symbolisée par une
seule couche désignée par la référence 31 et l'anode
ainsi que les pistes d'interconnexion ont été représen-
tées par une seule couche désignée par la référence
commune 32. De même, les fils d'or n'ont pas été illus-
trés à la figure 6. On peut considérer que la coupe est
prise entre deux fils.
[0049] Selon le mode de réalisation illustré par la fi-
gure 6, on tire profit du débord de la plaque d'anode 6
par rapport à la plaque de cathode 10 pour servir d'arrêt
à la résine d'encapsulation 22. Par conséquent, on dé-
pose un cordon 22' de résine relativement peu fluide
pour délimiter le matériau d'encapsulation, uniquement
sur trois côtés de la zone d'encapsulation, le quatrième
côté étant défini par la plaque de cathode 10. De préfé-
rence, la quantité fluide 22" de la résine 22 est choisie
suffisamment fluide pour s'engager entre les plaques 10
et 6 et venir en butée contre le joint périphérique de scel-
lement 30. Cela permet d'éviter la présence d'air entre
la résine d'encapsulation 32 et le reste de l'écran.
[0050] Un avantage du mode de réalisation illustré
par la figure 6 est que l'on simplifie la réalisation de l'en-
capsulation en utilisant un bord de la plaque de cathode
comme butée pour la résine d'encapsulation.
[0051] un autre avantage de ce mode de réalisation
est qu'en permettant à la résine d'aller jusqu'au mur de
scellement 30, on améliore l'étanchéité de l'écran dans
une zone particulièrement sensible où les pistes de rac-
cordement vers l'extérieur de l'écran passent sous le
mur de scellement 30.
[0052] Bien entendu, la présente invention est sus-
ceptible de diverses variantes et modifications qui ap-
paraîtront à l'homme de l'art. En particulier, l'adaptation
de la résine d'encapsulation en fonction des matériaux
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utilisés pour la constitution des plaques de l'écran est à
la portée de l'homme du métier à partir des indications
fonctionnelles données ci-dessus. De plus, bien que l'in-
vention ait été décrite en relation avec l'utilisation pré-
férée d'or ou d'aluminium pour la réalisation des fils con-
ducteurs et des pistes conductrices côté anode,
d'autres matériaux remplissant les mêmes fonctions
pourront être utilisés.

Revendications

1. Procédé de réalisation d'une anode (5) d'écran plat
de visualisation, caractérisé en ce qu'il comprend
les phases suivantes :

- formation, sur un substrat (6), de trois séries de
conducteurs d'anode (9) en bandes parallèles
alternées (9g, 9b, 9r), de deux premières pistes
(12, 13) perpendiculaires aux bandes pour in-
terconnecter respectivement deux première
séries de conducteurs d'anode à deux extrémi-
tés opposées du substrat, et d'une troisième
piste conductrice (15) parallèle à la deuxième ;

- raccordement des extrémités des conducteurs
d'anode (9r) de la troisième série à la troisième
piste d'interconnexion (15) au moyen de fils
conducteurs (20) passant au-dessus de la
deuxième piste (13) ; et

- encapsulation de la zone de réception des fils
conducteurs dans un matériau isolant (22).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le matériau d'encapsulation (22) est une résine
choisie pour présenter un coefficient de dilatation
voisin de celui du substrat (6) de réception de l'ano-
de, au moins pour une partie (22") enrobant les fils
conducteurs (20).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu'il consiste à prévoir un débord latéral du
substrat (6) de réception des bandes d'anode par
rapport à un substrat (10) de réception d'une catho-
de de l'écran, et à utiliser le rebord du substrat de
cathode comme butée pour le matériau d'encapsu-
lation (22).

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que lesdites bandes (9) sont
en un matériau conducteur réfléchissant.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que lesdites bandes (9) sont en aluminium ou en or.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que lesdits fils (20) sont en
or ou en aluminium.

7. Anode d'écran plat de visualisation du type compor-
tant au moins deux ensembles de bandes parallèles
conductrices alternées (9r, 9g, 9b) devant être po-
larisés séparément, au moins deux pistes (13, 15)
d'interconnexion desdites bandes conductrices à
une même extrémité desdits ensembles de bandes,
lesdites pistes étant perpendiculaires à la direction
des bandes, caractérisée en ce qu'une desdites pis-
tes d'interconnexion est reliée aux extrémités res-
pectives des bandes d'un des deux ensembles au
moyen de fils conducteurs (20) enrobés collective-
ment dans un matériau d'encapsulation (22).

8. Anode selon la revendication 7, caractérisée en ce
que le matériau d'encapsulation (22) est choisi pour
être compatible avec le verre constitutif d'une pla-
que (6) supportant l'anode.

9. Écran plat de visualisation du type comportant une
cathode de bombardement électronique d'une ano-
de conforme à la revendication 7 ou 8, caractérisé
en ce que l'anode est portée par une plaque de ver-
re (6) débordant, du côté des interconnexions,
d'une deuxième plaque (10) supportant la cathode
(1), le bord de la plaque de cathode servant de bu-
tée au matériau d'encapsulation (22).
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